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電子產業定義電子產業定義--包羅萬象包羅萬象

半導體
•面板

半導體

電腦
光電

•電子系統組裝

•面板
•光學鏡片
•數位相機 電腦

系統
光電 •工業電腦

•主機板

電子
產業 電子零網路

•機殼

產業 電子零
組件

網路

通訊

•印刷電路板
•電池
•被動元件

•電信服務
•手機
•通訊設備

通路/軟體

被動元件通訊設備

零組件代理通路通路/
其他

軟體

服務
•套裝軟體
•系統整合

•零組件代理通路
•電腦週邊
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半導體半導體產業定義產業定義

IDM((I t t d D i  M f t )IDM((I t t d D i  M f t )

IC設計IC設計 IC製造IC製造 IC封測IC封測 下游電子
系統廠商
下游電子
系統廠商

IDM((Integrated Design Manufacturer)IDM((Integrated Design Manufacturer)

系統廠商系統廠商

半導體
材料/設備

半導體產業鍊 定 義

IC設計 專門從事積體電路設計研發而不跨足IC製造IC設計 專門從事積體電路設計研發而不跨足IC製造

IC製造 專門建立晶圓廠生產線提供晶片製造服務的公司

IC封裝 將晶片上的功能訊號透過一個載具將其引接到外部，且提供晶片免
於受破壞的保護

測試 晶圓製造完成之後，利用測試機台，分別在封裝前後兩階段，測試
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IC測試 晶圓製造完成之後，利用測試機台，分別在封裝前後兩階段，測試
是否為良品



20112011年全球前年全球前5050大半導體供應商排名大半導體供應商排名(1)(1)
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資料來源 : IC‐Insights (2012/03)



20112011年全球前年全球前5050大半導體供應商排名大半導體供應商排名(2)(2)
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資料來源 : IC‐Insights (2012/03)



台灣具發展潛力的項目：
2011年台灣IC產業在全球的地位2011年台灣IC產業在全球的地位

Unit: M USD 產值 全球佔有率 排名 領先國

IC產業 52,973 - - -

IC設計業 13,071 24.4% 2 US

IC製造業 26,668 - - -

晶圓代工服務 19,420 70.2% 1 TW

非晶圓代工服務 7 247非晶圓代工服務 7,247 - - -

IC封測業 13,234 53.5% 1 TWC封測業 13,234 53.5% 1 TW

*Exchange rate NT/US = 29.5

國家型奈米科技橋接計畫
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8資料來源 : WSTS ; 工研院IEK (2012/03)
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Before We Go(1)Before We Go(1)--半導體產業生產流程與基本概念介紹半導體產業生產流程與基本概念介紹

IC設計IC設計 IC製造IC製造 IC封測IC封測
顯影技術顯影技術

•Moore’s Law：一個尺寸相同的晶片上，
所容納的電晶體數量，因製程技術的提
升，每十八個月會加倍，但售價相同

•12吋vs 8吋晶圓：以直徑來分

•65/45/32/28奈米製程

國家型奈米科技橋接計畫
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65/45/32/28奈米製程
(1nm=1/1000,000,000公尺)



Before We Go(2)-半導體產品範圍極廣半導體產品範圍極廣

半導體

分離式 積體電路
光學元件 感測元件

元件 (80%) 光學元件 感測元件

記憶體

(30%)

微元件

(25%)

邏輯IC

(30%)

類比IC

(15%)

揮發性 非揮發性 MPU
MCU/DSP

DRAM Flash (CPU)
MCU/DSP
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全球半導體全球半導體產業產業鍊及代表性公司鍊及代表性公司

IDM((Integrated Design Manufacturer)IDM((Integrated Design Manufacturer)

IC設計IC設計 IC製造IC製造 IC封測IC封測
下游電子
系統廠商
下游電子
系統廠商

(( g g f )(( g g f )

半導體
材料/設備材料/設備

設計公司 封測公司IC設計公司-
•台灣：聯發科、威盛、聯詠
•國外：Qualcomm、Broadcom、NVIDIA

IC封測公司-
•台灣：日月光、矽品
•國外：Amkor、STATS ChipPACQ

IC製造公司(晶圓代工服務)-
•台灣：台積電、聯電

p

IDM-
•台灣：南亞科、力晶、華邦電

•國外：Globalfoundries、中芯、三星

半導體材料/設備-
國外

•國外：Intel、三星、海力士、美光

國家型奈米科技橋接計畫
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•國外：ASML、Applied Materials



20112011年全球半導體市場規模年全球半導體市場規模2,9952,995億美元億美元

• 2011年受到全球經濟不佳的影響，終端需求不如預期，使得電子系統產品出
貨不佳 造成全球半導體市場僅成長0 4%
國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : IC‐Insights (2012/03)

貨不佳，造成全球半導體市場僅成長0.4%



20112011年全球半導體資本支出成長年全球半導體資本支出成長22.2%22.2%

• Intel與晶圓代工廠商相繼提高資本支出是2011年成長22.2%的主因

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : IC‐Insights (2012/03)



半導體市場發展趨勢半導體市場發展趨勢(1)(1)：雲端：雲端運算與無縫運算與無縫連接連接

消費端：行動手持裝置需求 客戶端：伺服器需求

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : Samsung(2010/03)



半導體市場發展趨勢半導體市場發展趨勢(2)(2)：為滿足未來：為滿足未來系統系統產品需求，產品需求，
LogicLogic與與MemoryMemory需要搭配需要搭配得更加密切得更加密切gg yy

雲端運算 無縫連網+雲端運算
(Cloud Computing)

無縫連網
(Seamless Connectivity)

Mobile Device 智慧型手機/平板電腦

低成本 高效能

多功能

節能低成本 高效能 節能

高運算力

LogicMemory +
國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program



半導體市場發展趨勢半導體市場發展趨勢(3)(3)：：
如何整合如何整合Logic + MemoryLogic + Memory是所有半導體廠商努力的方向是所有半導體廠商努力的方向

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : Samsung(2010/03)



半導體市場發展趨勢半導體市場發展趨勢(4)(4)：：
AppleApple引領的「數位匯流」是未來所有競爭者的主戰場引領的「數位匯流」是未來所有競爭者的主戰場--商機無限商機無限pppp 」」

行動網路行動網路
(Mobile Network)

通訊娛樂多媒體 通訊娛樂多媒體

數位匯流趨勢

資訊 消費性電子
家庭網路

(Home Network)

辦公網路
(Office Network)(Home Network) (Office Network)

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資源來源：Samsung公司網站(2010/07)



半導體產業發展趨勢半導體產業發展趨勢(1)(1)：：IDMIDM委外委外

新產品上市
新產品研發

競爭產品上市
過去(差異化)新產品研發

競爭產品上市
(標準化)

新產品研發
新產品上市 競爭產品上市

過去

現在新產品研發
新產品上市
(差異化)

競爭產品上市
(標準化)

Time

現在

研發成本 獲利水準 ( Q P ) Time研發成本 獲利水準 (= Q     x P     )

產品生命週期縮短 產業競爭強度提升產品研發難度提升

提早進入市場
(P   ) 加強產品研發

集中資源於設計端( )

延後退出市場 降低生產成本

委外代工於生產端
策略聯盟(設計/生產)

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program
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(Q   )

降低生產成本



半導體產業發展趨勢半導體產業發展趨勢(2)(2)：：
獲利成長幅度獲利成長幅度<<成本成長幅度是造成成本成長幅度是造成IDMIDM委外的推手委外的推手獲利成長幅度獲利成長幅度 成本成長幅度是造成成本成長幅度是造成 委外的推手委外的推手

同業競爭導致
外部因子

同業競爭導致
獲利成長趨緩

IDM委外動機

生產端資本支出
隨製程演進而大幅提升

內部因子
隨製程演進而大幅提升

設計端 R&D費用
隨製程演進而大幅提升

內部因子

隨製程演進而大幅提升

IDM委外重要案例：•IDM委外重要案例：
•CPU製造商AMD 拆成Fabless AMD+Globalfoundries
•瑞薩將擴大委外台積電進行生產

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program
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•瑞薩將擴大委外台積電進行生產



半導體產業發展趨勢半導體產業發展趨勢(3)(3)：：
對晶圓代工業者來說，對晶圓代工業者來說，IDMIDM委外商機龐大委外商機龐大對晶圓代工業者來說，對晶圓代工業者來說，IDMIDM委外商機龐大委外商機龐大

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : IC‐Insights (2012/03)



半導體技術發展趨勢半導體技術發展趨勢(1)(1)：：
More More Moore Moore VS VS More than More than MooreMoore

功能多樣化微縮技術將 功能多樣化

(異質元件整合)

微縮技術將

面臨物理極限

新元件結構研究
立體堆疊晶片
3D IC(TSV)&

新材料研究新材料研究

&

新世代記憶體

&

Logic

+

18吋晶圓 Memory

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : ITRS(2010)



半導體技術發展趨勢半導體技術發展趨勢(2)(2)：：
製程微縮在製程微縮在22nm22nm以下將以下將成為一大成為一大挑戰挑戰--

EUV or  DP or ML2 or Imprint ?EUV or  DP or ML2 or Imprint ?

各產品最先進製程：
•CPU：22nm (Intel)
•手機Application processor：28nm (台積電)

•DRAM：28nm (三星)
•Flash：20nm (All vendors)

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : ITRS(2010)

手機Application processor 28nm (台積電)
•GPU：28nm (台積電)

Flash：20nm  (All vendors)



半導體技術發展趨勢半導體技術發展趨勢(3)(3)：：
3D IC(TSV)3D IC(TSV)立體堆疊技術可提升產品效能，立體堆疊技術可提升產品效能，

是未來研發重心是未來研發重心

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : Samsung (2010/03)



半導體技術發展趨勢半導體技術發展趨勢(4)(4)：：
新新世代記憶體世代記憶體(Emerging Memory)(Emerging Memory)的種類的種類

記憶體產品

新新世代記憶體世代記憶體( g g y)( g g y)的種類的種類

主流記憶體 新世代記憶體

Volatile Non‐Volatile Volatile Non‐Volatile

DRAM SRAM Nand Nor EPROM EEPROM ROM TRAM ZRAM STT‐
MRAM PCM RRAM FRAMMRAM

新世代記憶體 英文名稱 中文名稱

TRAM Thyristor RAM 晶體閘流管隨機存取記憶體

ZRAM Zero-Capacitor RAM 零電容隨機存取記憶體

STT MRAM Spin torque transfer Magnetic RAM 旋轉力矩轉移隨機存取記憶體STT-MRAM Spin-torque-transfer Magnetic RAM 旋轉力矩轉移隨機存取記憶體

PCM Phase-Change Memory 相變化隨機存取記憶體

RRAM Resistive RAM 電阻式隨機存取記憶體

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

電阻式隨機存取記憶體

FRAM Ferroelectric RAM 鐵電隨機存取記憶體



半導體技術發展趨勢半導體技術發展趨勢(5)(5)：：
450mm(18450mm(18吋吋))局勢現狀：局勢現狀：Intel Intel vsvs TSMC TSMC vsvs SamsungSamsung

ISMI:
•Working on ITB
• Push 2012年450mm有pilot line capability

IMEC: 將於2010年中完成450mm 
pilot line 廠房建置

EEMI 450: EU 設備商及材料供應商 Push 2012年450mm有pilot line capability
紐約州政府提供經費補助給SEMATECH來
主導450mm發展

EEMI 450: EU 設備商及材料供應商
之合作開發平台，以搶佔450mm之
供應鏈

US
EU Korea Japan

Taiwan政府發表450mm產業白皮書政府發表450mm產業白皮書
成立 KSSA (2008/9)
整合產官研來強化韓國的半導
體產業之競爭力

TDK, Rorze, SEP, Daifuku, Murata等設

體產業之競爭力

半導體業者成立TSIA 450 TF 備商經由ITG-J的合作平台來開發
450mm相關技術

DNS, Kokusai合作開發450mm Test 

半導體業者成立TSIA 450mm TF 
(2009/09)，成為業者共同合作
平台來推動半導體設備國產化

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

DNS, Kokusai合作開發450mm Test 
Wafer
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科學園區的專業科學園區的專業分工分工創造台灣半導體產業創造台灣半導體產業特有優勢特有優勢

台灣半導體產業鍊台灣半導體產業鍊

晶粒測試及切割

IC設計 IC測試IC封裝IC製造
光罩

光罩設計邏輯設計 封 裝 成品測試

IC設計 光罩

晶圓
基板

導線架

晶圓

長 晶 晶圓切割

基板

• 台灣半導體產業以特有的上下游垂直分工的方式獨步全球

• 產業結構優勢包括上下游產業鏈完整、專業分工配合度高、產業群聚
效果顯著及週邊支援產業完善等

國家型奈米科技橋接計畫
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資料來源：工研院IEK



上游 中游 下游

台灣半導體產業鍊廠商大多集中在北部台灣半導體產業鍊廠商大多集中在北部
上游 中游 下游

IC設計業 IC製造業 IC封裝業 IC測試業

聯發科、聯詠、
群聯、瑞昱、威
盛、鈺創、凌陽、

台積電、聯電、
力晶、南亞科、
茂德、華亞科、

力成、南茂、
超豐、南岩、
矽格、頎邦、

力成、南茂、京
元、超豐、南岩、
矽格、泰林、環

北部北部

家數 約260家 約14家 約20家 約28家

創意、晶豪、揚
智…

華邦、旺宏、世
界先進…

精材、悠立、
華瑞、麥瑟…

真、立衛、育霈…

海德威電子 瑞晶 矽品、菱生、
福懋

矽品、菱生、
福懋中部中部

家數 約1家 約1家 約3家 約3家

奇景、聯聖 日月光、台灣典
範、清盛、華東、
華泰、強茂

日月光、台灣福
雷、清盛、華東、
華泰、強茂

南部南部

家數 約2家 約6家 約6家

國家型奈米科技橋接計畫
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20102010--20122012年台灣半導體產值年台灣半導體產值

IC測試
12.5%(12.8%)

IC自有產品
38.4%(43.6%) 代工服務

61.6%(56.4%)
IC封裝

28.0%(28.8%)
晶圓代工

59.5%(58.4%)
IC製造(自有產品)

35.7%(41.0%)

IC設計
64.3%(59.0%)

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : 工研院IEK (2012/03) *註 : ( )為2010數據



台灣前十大半導體廠商台灣前十大半導體廠商

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : 工研院IEK (2012/03)



台灣晶圓代工產業代表企業台灣晶圓代工產業代表企業--台積電台積電

台積電

聯電(MS:14%)

台積電
(MS:53%) Globalfoundries (MS:13%)VS
技術領先

產能規模大 中芯 (MS 5%)

Samsung (MS:7%)

產能規模大

客戶關係穩固

管理能力強

中芯 (MS:5%)

Intel (MS:<1%)

國家型奈米科技橋接計畫
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管理能力強

資料來源 : IC‐Insights (2012/03)

Intel (MS:<1%)



晶圓代工產業晶圓代工產業KSFKSF分析分析

進入障礙高

固定成本高
技術研發與

管理
學習曲線

規模經濟 資金

管理

人才 進入時機規模經濟 資金 人才 進入時機

客戶來源 管理人才

技術人才

晶圓代工產業進入障礙高(資金、技術、管理)
取得國際級客戶的信賴是成功的關鍵
國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program
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台灣記憶體產業代表企業台灣記憶體產業代表企業--南亞科南亞科//力晶力晶//華邦電華邦電

台灣記憶體產業優勢：

產能規模大

與國際大廠關係密切
美光 南科

與國際大廠關係密切

良率提升速度快

製造成本低

華亞科(JV) 三星

製造成本低

(MS：41%)
產能：35萬片/月

VS
(MS：18%)
產能：25萬片

SK海力士
(MS：24%)
29萬片/月

VS
爾必達 力晶 29萬片/月

瑞晶(JV)
華邦電

(MS：14%)
國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

(轉型專注利基市場)

資料來源 : DRAMeXchange(2012/05)

(MS：14%)
產能：22萬片



記憶體產業記憶體產業KSFKSF分析分析

製程技術領先產品線多元化 籌資能力強產品線多元化

國家型奈米科技橋接計畫
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台灣兩大產業未來的機會分析台灣兩大產業未來的機會分析

晶圓代工產業：

◦ 22nm以下先進製程研發&微影技術(進入障礙高)◦ 22nm以下先進製程研發&微影技術(進入障礙高)
◦ 3D IC(Logic+Memory成未來趨勢)

委外(商機龐大)◦ IDM委外(商機龐大)

記憶體產業：

◦ 台美日整併 VS 韓廠(重裝上陣：產品線+技術+產能+資金)台美日整併 VS 韓廠(重裝上陣 產品線 技術 產能 資金)
◦ 3D IC(Logic+Memory成未來趨勢)
◦ 新世代記憶體(元件結構的瓶頸)◦ 新世代記憶體(元件結構的瓶頸)

國家型奈米科技橋接計畫
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目錄目錄

產業定義
◦ 電子產業項目分類

◦ 台灣具發展潛力的項目-晶圓代工+記憶體產業

全球產業發展現況及未來趨勢
◦ 2大產業(台灣有的)全球產業鏈

◦ 2大產業全球技術及市場發展趨勢

台灣產業發展現況
◦ 國內2大產業介紹(國內產業鏈介紹、產值及市場分析、代表性企

業及競爭優勢簡介)

◦ 台灣未來的機會分析

◦ 目前產業技術的突破點

產業建議
◦ 2大產業量產技術研究建議：技術應用特性及產品描述

◦ 5~10年產業趨勢

國家型奈米科技橋接計畫
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兩大產業量產技術研究建議兩大產業量產技術研究建議

新世代微影技術新世代微影技術

新世代記憶體

國家型奈米科技橋接計畫
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22nm22nm以下世代為一全新領域，若能藉由發展次世代微影以下世代為一全新領域，若能藉由發展次世代微影
技術成功進入 將使台灣半導體產業技術成功進入 將使台灣半導體產業競爭力大幅成長競爭力大幅成長技術成功進入，將使台灣半導體產業技術成功進入，將使台灣半導體產業競爭力大幅成長競爭力大幅成長

台灣先進製程之發展始終落後於國外 大廠台灣先進製程之發展始終落後於國外IDM大廠(ex: Intel, 
Samsung, etc.)
由於22nm以下世代為一全新領域，故提供台灣業者超越
國外大廠的契機，而成為全球最先進之生產製造基地

◦ 晶圓代工產業：藉高研發成本與技術需求而建立一巨
大進入障礙而維持高獲利水準

◦ 記憶體業者：解決長久以來因製程落後的問題而大幅
提升獲利水準

◦ 半導體設備業者：藉由發展「次世代微影技術」機台
而提高台灣關鍵設備之自製率而提高台灣關鍵設備之自製率

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program
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台灣半導體產業可發展之次世代微影技術包括：台灣半導體產業可發展之次世代微影技術包括：
(1)193nm(1)193nm Immersion+D PImmersion+D P (2)EUV (3) MEB (4)Imprint(2)EUV (3) MEB (4)Imprint(1)193nm (1)193nm Immersion+D.PImmersion+D.P. (2)EUV (3) MEB (4)Imprint. (2)EUV (3) MEB (4)Imprint

黑：Research Required / 藍：Development Underway / 
白：Q lifi ti    P P d ti  / 灰：C ti  I t

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : ITRS(2010)

白：Qualification or Pre‐Production / 灰：Continuous Improvement



目前的微影技術「候選者」皆面臨不同的技術瓶頸目前的微影技術「候選者」皆面臨不同的技術瓶頸

光源功率過大
光罩缺陷

Throughput低
資料處理問題

光罩/光阻/Throughput
皆需大幅改進光罩缺陷 資料處理問題 皆需大幅改進

41
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新世代記憶體新世代記憶體(Emerging Memory)(Emerging Memory)的種類的種類

記憶體產品

主流記憶體 新世代記憶體

Volatile Non‐Volatile Volatile Non‐Volatile

DRAM SRAM Nand Nor EPROM EEPROM ROM TRAM ZRAM STT‐
MRAM PCM RRAM FRAMMRAM

新世代記憶體 英文名稱 中文名稱

TRAM Thyristor RAM 晶體閘流管隨機存取記憶體

ZRAM Zero-Capacitor RAM 零電容隨機存取記憶體

STT MRAM Spin torque transfer Magnetic RAM 旋轉力矩轉移隨機存取記憶體STT-MRAM Spin-torque-transfer Magnetic RAM 旋轉力矩轉移隨機存取記憶體

PCM Phase-Change Memory 相變化隨機存取記憶體

RRAM Resistive RAM 電阻式隨機存取記憶體

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

電阻式隨機存取記憶體

FRAM Ferroelectric RAM 鐵電隨機存取記憶體



SamsungSamsung對於新世代記憶體量產時間點的預測對於新世代記憶體量產時間點的預測

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program

資料來源 : Samsung (2010/03)



全球半導體未來全球半導體未來55--1010年產業趨勢年產業趨勢

3D IC

(TSV)

新世代

微影技術

450mm

晶圓廠

新世代

記憶體(TSV) 微影技術 晶圓廠 記憶體

國家型奈米科技橋接計畫
National Nanotechnology Bridge Program
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